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Введение
Электронная промышленность – это отрасль экономики, связанная с разработкой, тестированием, производством и сертификацией электронного оборудования, модулей, компонентов и встраиваемого программного обеспечения.

Электронное машиностроение является одной из самых наукоемких отраслей электронной промышленности, занимающейся разработкой технологий производства изделий электронной компонентной базы, проектированием и выпуском специального технологического оборудования для изготовления электронной (в т.ч. радиоэлектронной) продукции, полупроводниковых приборов, и других изделий, а также стандартов их применения.

Целью разработки комплекса стандартов по электронному машиностроению является обеспечение конкурентоспособности отрасли электронного машиностроения через инструменты технического и отраслевого регулирования, унификация параметров оборудования и ряда конструктивных узлов для осуществления процессов производства электронной продукции, обеспечение безопасности и эффективности технологических процессов отрасли, обеспечение преимущественного использования микроэлектроники, конструктивных узлов и модулей и программного обеспечения российского производства при установлении требований к цифровым технологиям.

В настоящем стандарте определены термины, используемые в отношении ЭМ, отражающие систему понятий данной области знания.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Термины и определения
Electronic engineering. Terms and definitions


Дата введения — 202     —      —      

1 Область применения
Областью применения настоящего стандарта является электронное машиностроение (ЭМ). 

Целью настоящего стандарта является определение терминов с соответствующими определениями, используемых в отношении электронного машиностроения на всех этапах полного жизненного цикла (ЭПЖЦ). 

Настоящий стандарт предназначен для заказчиков, поставщиков, разработчиков, потребителей, а также персонала, сопровождающего ЭМ в промышленных средах на всех ЭПЖЦ.

Термины и определения (см. раздел 3) приведены по подразделам в соответствии с ключевыми технологиями разработки отрасли электронного машиностроения электронной промышленности (см. [1]) и производства изделий электронной компонентной базы и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, а также обеспечения цифровых услуг населению страны, основываясь на технологиях цифровой трансформации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

ГОСТ Р 1.5 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 1.12, а также следующие термины с соответствующими определениями
3.1 Общие термины

Таблица 1

	№
	Термин
	Термин английском языке
	Определение
	Источник

	3.1.1
	Машиностроение электронное
	semiconductor equipment manufacturing industry
	Область науки и техники, занимающаяся разработкой технологий производства изделий электронной компонентной базы, проектированием и выпуском специального технологического оборудования для изготовления электронной (в т.ч. радиоэлектронной) продукции, полупроводниковых приборов, и других изделий производства.
	

	3.1.2
	Машинострои-тельное производство
	machine-building production
	Производство с преимущественным применением методов технологии машиностроения при выпуске изделий
	[ГОСТ 14.004-83, статья 11] «Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий»

	3.1.3
	Промышлен-ность


	industry
	Совокупность видов экономической деятельности, включая добычу полезных ископаемых, обрабатывающее производство, обеспечение энергоресурсами, а также утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений, связанных с промышленным производством
	[ГОСТ Р 70988-2023, п. 3.1] «Система стандартов в цифровой промышленности. Основные положения. Общие требования к системе»

	3.1.4
	Промышлен-ность электронная
	Electronic industry
	Отрасль экономики, связанная

с разработкой и производством электронного оборудования, модулей,

компонентов и встраиваемого программного обеспечения, в которой создаются ключевые технологии разработки и производства изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, а также обеспечения

цифровых услуг населению страны
	[1] Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

	3.1.5
	Радиоэлектро-ника
	Radio electronics
	Область науки, занимающаяся вопросами использования электромагнитных явлений для передачи, приема и преобразования информации
	М.К. Ефимчик, С.С. Шушкевич «Основы радиоэлектроники», Минск, Изд-во «Университетское» 1986

	3.1.6 (1)
	Электроника
	electronics
	Отрасль науки и техники, относящаяся к движению носителей зарядов в вакууме, газе или полупроводнике, с возникающими в результате этого явлениями электрической проводимости и их применениями.

Примечания

1 Такие явления и применения, как электродуговая сварка, искры зажигания в двигателях, коронный разряд, обычно исключаются из электроники.

2 Термин на французском языке также употребляют для обозначения электронной части аппаратуры или оборудования, которое выполняет одну определенную функцию или более.
	"ГОСТ IEC 60050-151-2014 Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства" от 24.11.2014 г.

	3.1.6 (2)
	Электроника
	electronics
	Электронная аппаратура и входящая в ее состав электронная компонентная база
	"ГОСТ Р 70290-2022 Системы автоматизированного проектирования электроники. Термины и определения" от 18.08.2022 г.

"ГОСТ Р 70201-2022 Системы автоматизированного проектирования электроники. Оптимальное сочетание натурных и виртуальных испытаний электроники на надежность и внешние воздействующие факторы. Требования и порядок проведения при выполнении технического задания на НИОКР" от 07.07.2022 г.

"ГОСТ Р 71265-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Анализ целостности сигналов и питания на печатных платах. Маршрут анализа проектов и обработка результатов" от 29.02.2024 г.

"ГОСТ Р 71267-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Маршрут проектирования и верификации программируемых логических интегральных схем" от 29.02.2024 г.

"ГОСТ Р 71266-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Маршрут проектирования радиочастотных электронных схем и печатных плат сверхвысокой частоты" от 29.02.2024 г.

"ГОСТ Р 71268-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Посадочные места для компонентов на печатных платах. Размеры и расположение контактных площадок, отверстий, других элементов, защитных зон, элементов чертежа" от 29.02.2024 г.

	3.1.7 (1)
	Проектные нормы
	Feature size
	Примерное линейное разрешение литографического оборудования, измеряемое в нанометрах или микрометрах, определяющая название применяемого конкретного технологического процесса полупроводникового производства.
	–

	3.1.7 (2)
	Проектные нормы 
	Feature size
	Разрешающая способность оборудования для производства электронной компонентной базы, которая определяет название применяемого конкретного технологического процесса при производстве электронных изделий (например полупроводниковых изделий и т. д.)

Пример: Например, разрешающая способность в мкм и нм определяет, какой технологический процесс используется: 3 мкм, 1,5 мкм, 0,8 мкм и другие.
	

	3.1.7 (3)
	Проектные нормы
	Feature size
	Минимальный размер топологического элемента изделия. Примечание - Определяются разработчиком изделия. 
	



Примечание – Каждый термин в разделе в утвержденном варианте первой редакции проекта ГОСТ Р будет представлен в следующем виде в соответствии с ГОСТ Р 1.5:

– определение приведено из другого стандарта:

3.1.1

машиностроение (electronic engineering):     (текст определения).                

[ГОСТ Р _____, статья __]

– термин и определение приведены впервые:

3.1.2 машиностроение электронное (electronic engineering): Область науки и техники, занимающаяся разработкой технологий производства изделий электронной компонентной базы, проектированием и выпуском специального технологического оборудования для изготовления электронной (в т.ч. радиоэлектронной) продукции, полупроводниковых приборов, и других изделий производства.

3.2 Термины, относящиеся к изделиям электронной компонентной базы

Таблица 2
	№
	Термин
	Термин на английс-ком языке
	Определение
	Источник

	3.2.1 
	Диэлектрик
	Dielectric
	Вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле
	"ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий" от 09.01.2003 г.

	3.2.2
	Комплекс радио-электронный, РЭК
	radio-electronic complex
	Радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную совокупность радиоэлектронных устройств, не соединенных на 

предприятии-изготовителе сборочными операциями, выполненное с использованием интерфейсов и обладающее свойством перестроения своей структуры для сохранения работоспособности при решении тактических и/или технических задач в различных условиях эксплуатации.

Примечания

1 В состав радиоэлектронного комплекса могут входить механические, гидравлические, электромеханические и другие устройства, без которых невозможна эксплуатация этого радиоэлектронного комплекса.

2 В зависимости от сложности решаемых задач радиоэлектронный комплекс может быть автономной частью другого комплекса
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.


	3.2.3
	Компонент электронный пассивный
	electronic passive component
	Компонент электронный, входящий в понятие электронной компонентной базы, не содержащий источников электрической энергии, служащий для перераспределения электрической энергии
	–

	3.2.4
	Лазер
	laser
	Устройство с усиливающей средой в пределах оптического резонатора, способное генерировать когерентное электромагнитное излучение длиной волны не более 1 мм посредством усиленного вынужденного излучения (стимулированной эмиссии).

Примечание -

Термин "лазер" является транслитерацией слова "laser" и образован путем сочетания выражения "light amplification by stimulated emission of radiation" ("усиление света посредством вынужденного испускания излучения"), что является физическим явлением усиления или генерации когерентного излучения (лазерное излучение).
	"ГОСТ Р 58373-2019 (ИСО 11145:2018) Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Термины и определения" от 27.09.2019 г.

	3.2.4.1
	Лазер Ндп. Оптический квантовый генератор ОКГ


	laser
	Генератор когерентного электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, основанный на использовании индуцированных переходов.

Примечание - Под оптическим диапазоном понимается диапазон длин волн от 10-9 до 10-3 м
	"ГОСТ 15093-90 Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения" от 24.08.1990 г.

	3.2.4.2
	Лазер на свободных электронах
	 Free electron laser
	Лазер, действие которого основано на излучении электронов, колеблющихся под действием внешнего электрического и (или) магнитного поля, и перемещающихся с релятивистской поступательной скоростью в направлении распространения излучения
	"ГОСТ 15093-90 Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения" от 24.08.1990 г.

	3.2.5 (1)
	Лазер полупро-водниковый
	semiconductor laser
	Полупроводниковый прибор, который излучает энергию когерентного излучения с помощью индуцированной эмиссии за счет рекомбинации электронов и дырок
	"ГОСТ Р 57436-2017 Приборы полупроводниковые. Термины и определения" от 04.04.2017 г.

	3.2.4 (2)
	Лазер полупро-водниковый
	semiconductor laser
	Оптический полупроводниковый прибор, который испускает когерентное оптическое излучение в определенном направлении, используя стимулированное излучение, возникающее в результате электронного перехода при возбуждении электрическим током, превышающим пороговое значение
	"ГОСТ Р 59740-2021 Оптика и фотоника. Лазеры полупроводниковые для определения малых концентраций веществ. Методы измерений характеристик" от 12.10.2021 г.

	3.2.6
	Микросхема
	microcircuit
	Комбинация эквивалентных элементов цепи с относительно высокой плотностью, соединенных таким образом, чтобы функционировать как самостоятельный компонент электронной схемы.
	[ГОСТ Р МЭК 60194-2-2019, п. 3.13.3]

	3.2.7 
	Микросхема интегральная

(вариант 1)
	Integrated circuit
	Микроэлектронное изделие, состоящее из совокупности элементов (компонентов), электрически соединенных или не соединенных между собой в объеме и (или) на поверхности подложки (кристалла), и предназначенное для выполнения заданной функции
	[ГОСТ Р 57435-2017, раздел 2, статья 1]

	3.2.8 (1)
	Оборудование для производства электронной компонентной базы (ЭКБ)
	Equipment for the production of electronic component base
	Специальное технологическое оборудование, которое применяется в основе разработки и производства собственных электронных компонентов.
	

	3.2.8 (2)
	Оборудование для производства электронной компонентной базы (ЭКБ)
	Equipment for the production of electronic component base
	Машины и оборудование, предназначенные для осуществления технологического процесса при производстве электронных компонентов
	

	3.2.9 (1)
	Оборудование электронное
	electronic equipment
	Часть электрического оборудования, включающая схемы, которые основываются в основном на электронных устройствах и компонентах.
	"ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования" от 06.11.2002 г.

"ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования" от 27.12.2007 г.

	3.2.8 (2)
	Оборудование электронное
	electronic equipment
	Функционирующее электронное устройство, изготовленное владельцем плана, которое включает в себя электронные компоненты.

Примечание - Конечные изделия, подсборки, заменяемые в процессе производства узлы и запасные покупные узлы являются примерами электронного оборудования.
	"ГОСТ Р 70636-2023 Система оценки качества электронных компонентов МЭК. Оценка соответствия плана управления электронными компонентами согласно МЭК 62239-1:2018, резюме доказательств соответствия и форма отчета об оценке" от 24.01.2023 г.

	3.2.10
	Оптоэлект-роника 
	optoelectronics
	Область науки и техники, изучающая эффекты взаимодействия между электромагнитными волнами оптического диапазона и электронами вещества и охватывающая проблемы создания оптоэлектронных приборов, в которых эти эффекты используются для получения, обработки, передачи, хранения и отображения информации
	" ГОСТ Р 58568-2019 Оптика и фотоника. Фотоника. Термины и определения»

	3.2.11
	Пластина кремния 
	silicon wafer
	Часть монокристалла кремния, ограниченная двумя параллельными поверхностями, предназначенная для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.
	–

	3.2.12
	Пластина кремния с заказными элементами
	
	Полупроводниковая пластина, изготавливаемая по специальным заказам под конкретную полупроводниковую микросхему
	–

	3.2.13
	Пластина с заказными элементами

 (вариант «фаундри)
	
	Экземпляр микросхемы на общей пластине, неразделенной. Микросхемы данной модификации допускается поставлять в виде отдельных кристаллов, получаемых разделением пластины, либо на пластине, разделенной на кристаллы, без потери ориентации (например, наклеенные на пленку). 
	ОСТ РВ 11 1010-2001 (примечание к таблице 1, п. 1.5)

	3.2.14
	Пластина-подложка
	substrate wafer
	Пластина, обычно прозрачная, сделанная, например, из листа стекла или пластика, покрытая несколькими слоями (электроды, уплотняющие слои и поверхностные ориентирующие слои), образующая механическую структуру жидкокристаллической ячейки
	"ГОСТ Р МЭК 61747-1-2-2017 Устройства дисплейные жидкокристаллические. Часть 1-2. Общие положения. Терминология и буквенные обозначения" от 31.10.2017 г.

	3.2.15
	Пластина полупроводниковая
	semiconductor wafer
	Заготовка из полупроводникового материала, предназначенная для изготовления полупроводниковых интегральных микросхем
	"ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термины и определения" от 23.06.1988 г.

	3.2.16 (1)
	Полупро-водник (вариант 1)
	semiconductor
	Материал, величина электропроводности которого, обусловленная носителями заряда обоих знаков, обычно находится в диапазоне между электропроводностью металлов и изоляторов, а концентрация носителей заряда может изменяться под воздействием внешних факторов.
	"ГОСТ Р 57436-2017 Приборы полупроводниковые. Термины и определения" от 04.04.2017 г.

	3.2.116 (2)
	Полупро-водник (вариант 2)
	semiconductor
	Твердый материал, такой, как кремний, который имеет удельное сопротивление, значение которого лежит в промежутке между проводниками и изоляторами.
	"ГОСТ Р МЭК 60194-2-2019 Платы печатные. Проектирование, изготовление и монтаж. Термины и определения. Часть 2. Стандартное употребление в электронной технике, а также для печатных плат и техники электронного монтажа" от 27.09.2019 г.

	3.2.16 (3)
	Полупро-водник (вариант 3)
	semiconductor
	Вещество, основным электрическим свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов.

Примечание - Примером такого внешнего фактора служит температура.
	"ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий" от 09.01.2003 г.

	3.2.17 (1)
	Прибор (вариант 1)
	apparatus
	Единичное оборудование с функцией(ями), предназначенной(ыми) непосредственно для конечного применения
	"ГОСТ EN 13611-2016 Устройства обеспечения безопасности и устройства управления горелками и приборами, работающими на газообразном и/или жидком топливах. Общие технические требования" от 20.04.2016 г.

	3.2.17 (2)
	Прибор 
	instrument
	Устройство, используемое для выполнения действия и обычно входящее в состав систем, оснащенных измерительными средствами (измерительной аппаратурой).

Примечание - В промышленных процессах системы, оснащенные измерительными средствами, обычно состоят из датчиков технологических параметров (например, давления, расхода, температуры), логических устройств или управляющих систем (например, программируемых контроллеров, распределенных систем управления) и исполнительных устройств (например, управляющих клапанов). 
	"ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, определения и технические требования" от 18.10.2011 г.

	3.2.18
	Прибор вакуумный фоточувст-вительный
	vacuum photosensitive device
	Электровакуумный прибор, чувствительный к электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной или ультрафиолетовой областях спектра
	"ГОСТ Р 70497-2022 Приборы фоточувствительные. Классификация и система условных обозначений" от 29.11.2022 г.

	3.2.19
	Прибор микро-электроники
	microelectronics device
	Продукты соединений полупроводников и каждого из них по отдельности
	См. также ГОСТ Р 57436-2017

	3.2.20
	Прибор(ы) оптоэлект-роники
	optoelectronics device
	Прибор, в котором информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением или содержится в оптическом сигнале, а ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения в электрическую энергию.
	ГОСТ Р 58568 статья 2.14.5

	3.2.21 (1)
	Прибор полупро-водниковый (вариант 1)
	semiconductor device
	Устройство, основные электрические характеристики которого обусловлены потоком носителей зарядов внутри одного или более полупроводниковых материалов
	"ГОСТ IEC 60050-151-2014 Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства" от 24.11.2014 г.

	3.2.21 (2)
	Прибор полупро-водниковый (вариант 2)
	semiconductor device
	Прибор, действие которого основано на использовании свойств полупроводника
	"ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний" от 10.09.2015 г.

	3.2.21 (3)
	Прибор полупро-водниковый (вариант 3)
	semiconductor device
	Устройство, основные электрические характеристики которого обусловлены потоком носителей зарядов внутри одного или более полупроводниковых материалов
	"ГОСТ Р 53734.5.6-2021 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые" от 22.06.2021 г.

	3.2.22
	Продукция фотоники (фотонные устройства)
	Photonics device
	Приборы и системы, для которых базовым процессом является передача энергий или информации потоком фотонов
	ГОСТ Р 58568 статья 2.14.1

	3.2.23
	Пьезотехника
	piezotechnics
	Техника, функционирование которой основано на пьезоэлектрическом эффекте.
	Щука А. А. Функциональная электроника: Учебник для вузов: -М:МИРЭА, 1998. – 260 с

	3.2.24
	Пьезоэлектрический резонатор
	
	Прибор, представляющий собой одну или несколько электромеханических резонансных систем пьезоэлектрического типа
	ГОСТ Р 57438-2017

	3.2.25
	Пьезоэлектрический эффект
	piezoelectric effect
	Явление поляризации диэлектрика под воздействием механических напряжений (прямой пьезоэффект), или явление деформации диэлектрика под воздействием электрического поля, линейно зависящей от напряженности этого поля (обратный пьезоэффект)
	ГОСТ 21515  примечание к статье 124

	3.2.26
	Резист
	resist
	Материал, изменяющий свои физико-химические свойства под воздействием определенного излучения и предназначенный для формирования рельефного изображения в процессе литографии.
	ГОСТ Р 52250-2004 (п.3.1.1)

	3.2.27 (1)
	Резист электронный
	Electronic resist
	Материал, используемый в процессе литографии 

с экспонированием электронным пучком
	ГОСТ Р 52250-2004

	3.2.27 (2)
	Резист электронный  
	Electronic resist
	Резисты относятся к подклассу вспомогательных химических материалов класса специальных материалов электронной техники, непосредственно контактирующих в процессе производства (литографии) с деталями изделий электронной техники (ПП и ИС)
	ГОСТ Р 52250-2004

	3.2.28
	Электронорезист
	
	Резист, изменяющий свои физико-химические свойства под воздействием ускоренных электронов
	ГОСТ Р 52250-2004 (п.3.1.4)

	3.2.29
	Рисунок топологический
	layout design
	Чертёж, определяющий форму, размеры и взаимное расположение элементов и соединений микросхемы в плоскости, параллельной плоскости кристалла.
	Е.П. Новокрещенова

 ВВЕДЕНИЕ 

В  МИКРОЭЛЕКТРОНИКУ

Воронеж 2012

	3.2.230
	Система на кристалле, СнК
	System on a Chip, SoC
	Автономный неразборный чип (электронная схема), выполняющий определенную(ые) функцию(и) целого устройства (например, компьютера) и размещённая на одной интегральной схеме. 

Примечание - Особенность СнК (SoC) – небольшой размер при возможностях, сравнимых с компьютером
	–

	3.2.31
	Система «плата на кристалле»
	chip-on-board (COB)
	Технология сборки с использованием бескорпусных кристаллов и их соединения посредством проводников или подобной техники. Примечание - Обычно площадь, занимаемая кристаллами, меньше, чем печатная плата
	"ГОСТ Р МЭК 61188-5-1-2012 Печатные платы и печатные узлы. Проектирование и применение. Часть 5-1. Анализ соединений (посадочные места для монтажа компонентов). Общие требования" от 26.09.2012 г.

	3.2.32
	Система радио-электронная
	radio electronic system
	Радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную совокупность радиоэлектронных комплексов и устройств, обладающее свойством перестроения своей структуры для рационального решения тактических и/или технических задач при изменении условий эксплуатации.

Примечания

1 Радиоэлектронная система является высшим уровнем разукрупнения радиоэлектронного средства.

2 В состав радиоэлектронной системы могут входить механические, электромеханические и другие средства, без которых невозможна эксплуатация этой радиоэлектронной системы.

3 В зависимости от сложности решаемых задач радиоэлектронная система может быть автономной частью другой радиоэлектронной системы или совокупности систем
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.2.33 (1)
	Средство радио-электронное, РЭС (вариант 1)
	Radio electronic means
	Технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств, включающие в себя вспомогательное оборудование.
	"ГОСТ 15.016-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению" от 14.03.2017 г.;

"ГОСТ 33973-2016 Железнодорожная электросвязь. Поездная радиосвязь. Технические требования и методы контроля (с Поправкой)" от 29.11.2016 г.;

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"

	3.2.33 (2)
	Средство радио-электронное, РЭС (вариант 2)
	electronic means
	Изделие (система, комплекс) и/или его составные части, в основу функционирования которых положены принципы радиотехники и электроники.
	"ГОСТ Р 70596-2022 Производство судовое электромонтажное. Термины и определения" от 27.12.2022 г.

"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.2.33 (3)
	Средство радио-электронное, РЭС (вариант 3)
	electronic means
	Техническое средство, состоящее из одного или нескольких радиопередающих и (или) радиоприемных устройств и вспомогательного оборудования
	Решение ГКРЧ при Мининформсвязи России от 24.10.2005 г. N 05-09-03-001 "Методика расчета электромагнитной совместимости радиорелейных линий прямой видимости, радиоэлектронных средств беспроводного радиодоступа и систем сухопутной подвижной службы с наземными радиоэлектронными средствами гражданского ..."

	3.2.34
	Структура эпитакси-альная
	epitaxial structure
	Структура, полученная ориентированным наращиванием одного или нескольких монокристаллических слоев полупроводникового материала на подложку из того или иного материала
	"ГОСТ Р 71334-2024 Структуры эпитаксиальные. Метод измерения толщины эпитаксиальных слоев кремния в структурах типа кремний на сапфире на основе инфракрасной интерференции" от 17.04.2024 г.

	3.2.35
	Устройство полупро-водниковое
	semiconductor device
	Устройство, основные характеристики которого обуславливаются движением носителей заряда в полупроводнике
	"ГОСТ IEC 60269-4-2016 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств" от 23.05.2017 г.

	3.2.36
	Устройство радио-электронное, РЭУ
	radio electronic device
	Радиоэлектронное средство, представляющее собой совокупность функционально и конструктивно законченных сборочных единиц и используемое для решения технической задачи в соответствии с его назначением.

Примечания

1 В зависимости от сложности технической задачи радиоэлектронное устройство может быть составной частью другого радиоэлектронного устройства.

2 В состав радиоэлектронного устройства могут входить механические, гидравлические, электромеханические и другие устройства, без которых невозможна эксплуатация этого радиоэлектронного устройства.

3 Радиоэлектронное устройство реализует функции передачи, приема и преобразования информации
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.2.37 (1)
	Фотоника (вариант 1)
	photonics
	Область науки и техники, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями оптического излучения, а также созданием на их базе устройств различного назначения
	"ГОСТ Р 58568-2019 Оптика и фотоника. Фотоника. Термины и определения" от 27.09.2019 г.

	3.2.37 (2)
	Фотоника (вариант 2)
	photonics
	Область науки и техники, охватывающая технологии, для которых базовым процессом является передача энергии или информации пучком оптического излучения (как правило, лазерного) и одновременно - отрасль наукоемкой промышленности, продукцией которой является оборудование для реализации технологий фотоники, включая компоненты такого оборудования
	"ГОСТ Р 70212-2022 Оптика и фотоника. Фотоника. Классификация технологий и оборудования" от 13.07.2022 г.

	3.2.38 (1)
	Фоторезист
	photoresist
	Резист, чувствительный к видимым или ультрафиолетовым лучам.
	"ГОСТ Р 71024-2023 Пластины маскированные для фотошаблонов. Термины и определения" от 19.10.2023 г.

	3.2.38 (2)
	Фоторезист
	photoresist
	Резист, изменяющий свои физико-химические свойства под воздействием света видимого или ультрафиолетового спектра.
	"ГОСТ Р 52250-2004 Материалы электронной техники. Резисты для литографических процессов. Общие технические условия" от 10.03.2004 г.

	3.2.38 (3)
	Фоторезист
	photoresist
	Светочувствительный материал, изменяющий свои свойства (прежде всего - растворимость) под воздействием актиничного излучения.
	Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151

	3.2.38 (4)
	Фоторезист
	photoresist
	Материал, используемый в процессе фотолитографии с экспонированием светом (фотонами). Различают позитивные, негативные и обратимые фоторезисты. Допускается использование фоторезистов в качестве материала для создания различных структур (полимерных волноводов, микролинз и пр)
	–

	3.2.39
	Фоторезисты негативные
	Photoresists are negative
	Фоторезисты, в которых проэкспонированные области становятся растворимыми и после проявления разрушаются
	–

	3.2.40
	Фоторезисты обратимые
	Reversible photoresists
	Фоторезисты, которые после экспонирования проявляют свойства позитивных, но могут получить свойства негативных посредством термической обработки и экспонирования ультрафиолетовым излучением
	–

	3.2.41.1
	Фоторезисты позитивные
	photomask
	Элемент оснастки со сформированным на его поверхности рисунком элементов схем, выполненным в позитивном или негативном виде в зависимости от применяемого технологического процесса, применяемый при проведении фотолитографии в планарной технологии.
	–

	3.2.42 (1)
	Фотошаблон
	photomask
	Элемент оснастки со сформированным на его поверхности рисунком элементов схем из материала, не пропускающего излучение, применяемый для создания заданного рельефного защитного покрытия при проведении фотолитографии в планарной технологии
	–

	3.2.42 (2)
	Фотошаблоны
	Camera-ready originals
	Набор изображений на бумаге, фотопленке или другом носителе, с которого может быть сделана фотокопия, где каждое изображение содержит все необходимые текстовые и графические элементы одной страницы печатного документа, скомпонованные должным образом.
	"ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства" от 25.06.2002 г.

	3.2.43 (1)
	Числовое программное управление, ЧПУ (вариант 1)
	computerised numerical control, СNC
	Автоматическое управление процессом при помощи устройства, использующего введенные числовые данные
	"ГОСТ EN 13128-2016 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)" от 04.07.2017 г.

	3.2.43 (2)
	Числовое программное управление, ЧПУ (вариант 2)
	computerized numerical control, CNC
	Автоматическое управление процессом устройства, использующим числовые данные, которые вводятся в процессе выполнения операции
	ПНСТ от 27.11.2023 г. N 854-2023 "ПНСТ 854-2023 (ИСО 23704-1:2022) Системы киберфизические. Типовая архитектура для киберфизической системы управления умным станком. Часть 1. Общие положения"

	3.2.43 (3)
	Числовое программное управление, ЧПУ (вариант 3)
	
	Автоматическое управление процессом, осуществляемое устройством, использующим числовые данные, обычно поступающие по мере протекания процесса (источник: ISO 2382) (категория 2)
	Указ Президента РФ от 17.12.2011 г. N 1661 "Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль"

	3.2.44
	Электроника квантовая 
	Quantum electronics
	Раздел фотоники, связанный с изучением и практическим применением методов усиления и генерации электромагнитного излучения, основанных на использовании явления вынужденного излучения в неравновесных квантовых системах
	"ГОСТ Р 58568-2019 Оптика и фотоника. Фотоника. Термины и определения" от 27.09.2019 г.

	3.2.45
	Микроэлектроника (Электроника микросис-темная)
	microelectronics
	Область электронных технологий, включающая исследование, разработку и изготовление электронных систем из микроминиатюрных электронных элементов, устройств и частей.
	"ГОСТ Р МЭК 60194-2-2019 Платы печатные. Проектирование, изготовление и монтаж. Термины и определения. Часть 2. Стандартное употребление в электронной технике, а также для печатных плат и техники электронного монтажа" от 27.09.2019 г.

	3.2.46 (1)
	Электронная компонент-ная база, ЭКБ (вариант 1)
	electronic component base
	Электрорадиоизделия, а также электронные модули нулевого уровня, представляющие собой совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих функционально и конструктивно законченные сборочные единицы.

Примечание – Предназначены для реализации функций приема, обработки, преобразования, хранения и (или) передачи информации или формирования (преобразования) энергии; обладают свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости
	"ГОСТ Р 59988.05.1-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Информационное обеспечение. Технические характеристики электронных компонентов.  Изделия квантовой электроники. Спецификации декларативных знаний по техническим характеристикам" от 29.05.2023 г.

"ГОСТ Р 59988.09.1-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Информационное обеспечение. Технические характеристики электронных компонентов. Индикаторы знакосинтезирующие и видеомодули. Спецификации декларативных знаний по техническим характеристикам" от 15.02.2024 г.

"ГОСТ Р 59988.10.1-2024 Системы автоматизированного проектирования электроники. Информационное обеспечение. Технические характеристики электронных компонентов. Приборы пьезоэлектрические и фильтры электромеханические. Спецификации декларативных знаний по техническим характеристикам" от 15.02.2024 г.

	3.2.46 (2)
	Электронная компонент-ная база, ЭКБ (вариант 2)
	electronic component base
	Электрорадиоизделия, а также электронные модули нулевого уровня, представляющие собой совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих функционально и конструктивно законченные сборочные единицы, предназначенные для реализации функций приема, обработки, преобразования, хранения и (или) передачи информации или формирования (преобразования) энергии, выполненные на основе несущих конструкций и обладающие свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости
	Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

	3.2.47
	Электронная компонент-ная база пассивная

	Passive electronic component base
	Электрорадиоизделия, а также электронные модули нулевого уровня, которые не требуют внешнего источника питания для работы и применяются для фильтрации, усиления и других целей в электронных устройствах.

Примечания – К изделиям пассивной электронной компонентной базы относятся: - резисторы,

– конденсаторы,

– индукторы,

– катушки индуктивности,

– ёмкостные элементы,

– фильтры,

– реле,

– трансформаторы,

– предохранители,

– дроссели.
	–


3.3 Термины, относящиеся к электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции

Таблица 3
	№
	Термин
	Термин на английском языке
	Определение
	Источник

	3.3.1 (1)
	Блок (вариант 1)
	block
	Набор оборудования, предназначенного для функционирования инженерных систем и реализации технологических процессов
	"ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)" от 16.10.2018 г.

	3.3.1 (2)
	Блок (вариант 2)
	unit
	Узел в сборке, который может состоять из модулей, вставляемых или иным способом соединенных внутри сборки (узла), и который связан с другими блоками в системе посредством кабелей (стационарные блоки) и посредством кабелей или других средств соединения (переносные блоки)
	"ГОСТ IEC 61131-2-2012 Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания" от 28.08.2013 г.

	3.3.1 (3)
	Блок (вариант 3)
	block
	Элемент аппаратного обеспечения микропроцессорной 
	"ГОСТ Р 59981-2022 Системы и устройства 

	3.3.1 (3)
	Блок (вариант 3)
	block
	системы управления, представляющий собой устройство или совокупность устройств, с уникальной блочной маркировкой (шифр блока и заводской номер), состоящий из электронных деталей или узлов, выполняющий свою (свои) собственную(ые) функцию(и).
	безопасности, управления и диагностики микропроцессорны е железнодорожного тягового подвижного состава. Требования к типовой архитектуре, интерфейсам, функциям" от 18.01.2022 г.

	3.3.1 (4)
	Блок (вариант 4)
	block
	Конструктивно и функционально законченная сборочная единица, в состав которой входят ячейки, электрорадиоэлементы и конструктивные элементы
	"ГОСТ 23593-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов с применением гибких матриц. Технические требования (с Изменением N 1)" от 26.04.1979 г.

	3.3.1 (5)
	Блок (вариант 5)
	block
	Радиоэлектронное устройство или радиоэлектронный функциональный узел, выполненное (ый) на основе несущей конструкции первого или второго уровня
	ГОСТ Р 52003, статья 10

	3.3.2
	Изделие комплексиро-ванное
	indexed product
	СВЧ-устройства, используемые в различных отраслях промышленности и представляющие из себя полнофункциональные узлы, не требующие дополнительных периферийных устройств. Такого рода изделия представлены в виде усилителей мощности, составными частями которого являются широкополосные ЛБВ непрерывного действия, твердотельные предварительные малошумящие усилители, источники вторичного электропитания и другие элементы
	www.nppsalut.ru

	3.3.3 (1)
	Контроллер (вариант 1)
	Controller of laser radiation
	Программируемое устройство, изменяющее параметры лазерного излучения в соответствии с техническими требованиями к лазерному термоупрочнению обрабатываемой детали
	"ГОСТ Р 58375-2019 Лазерное термоупрочнение деталей машиностроения. Термины и определения" от 27.09.2019 г.

	3.3.3 (2)
	Контроллер (вариант 2)
	Controller 
	Устройство для обработки сигнала датчика и передачи его на усилитель мощности для корректировки сил магнитного притяжения и управления эффектом левитации

Примечание – Данное устройство может быть реализовано в аналоговом (аналоговый контроллер) или цифровом (цифровой контроллер) виде
	"ГОСТ Р ИСО 14839-1-2011 Вибрация. Вибрация машин вращательного действия с активными магнитными подшипниками. Часть 1. Термины и определения" от 09.11.2011 г.

	3.3.3 (3)
	Контроллер (вариант 3)
	Controller 
	Прибор, способный контролировать состояние определенной системы и влиять на него путем передачи сигналов исполнительным устройствам
	"ГОСТ Р 71199-2023 Системы киберфизические. Умный дом. Термины и определения" от 29.12.2023 г.

	3.3.3 (4)
	Контроллер (вариант 4)
	Controller 
	1) Многопозиционный электрический переключатель, служащий для управления работой электрического двигателя; 2) Электронный блок управления
	"ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения (с Поправкой)" от 13.05.2021 г.

	3.3.3 (5)
	Контроллер (вариант 5)
	Controller 
	Функциональный блок, состоящий из электронных устройств или реализуемый с помощью компьютера (или цифровых систем), который используется для реализации выбранных стратегий управления
	"ГОСТ Р ИСО 15746-1-2016 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция возможностей усовершенствованного управления технологическими процессами и оптимизации для производственных систем. Часть 1. Структура и функциональная модель" от 05.12.2016 г.

	3.3.4
	Модуль радиоэлект-ронный
	radio electronic module
	Метод создания радиоэлектронного средства на основе электронных модулей
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.3.5 (1)
	Модуль электронный (вариант 1)
	packaging and interconnecting assembly
	Термин для сборки, которая имеет компоненты, смонтированные на одной или двух сторонах модуля и структуру межсоединений.

Примечание - "Электронный модуль" представляет собой общий термин.
	"ГОСТ Р МЭК 60194-2-2019 Платы печатные. Проектирование, изготовление и монтаж. Термины и определения. Часть 2. Стандартное употребление в электронной технике, а также для печатных плат и техники электронного монтажа" от 27.09.2019 г.

	3.3.5 (2)
	Модуль электронный (вариант 2)
	electronic module
	Конструктивно и функционально законченное радиоэлектронное устройство или радиоэлектронный функциональный узел, выполненное (выполненный) в модульном или магистрально-модульном исполнении с обеспечением конструктивной, электрической, информационной совместимости и взаимозаменяемости
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.3.5 (3)
	Модуль электронный (вариант 3)
	electronic module
	Функционально и конструктивно законченная составная часть радиоэлектронного средства или электронного устройства, реализующая функции преобразования электрических сигналов, выполненная на базовой несущей конструкции и обладающая свойствами взаимозаменяемости
	"ГОСТ Р 51676-2000 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 05.12.2000 г.

	3.3.5 (4)
	Модуль электронный (вариант 4)
	electronic module
	Функциональный блок, который включает в себя отдельные электронные элементы и/или корпуса элементов, который будет использоваться на следующем уровне сборки
	"ГОСТ Р МЭК 61193-2-2015 Системы оценки качества. Часть 2. Выбор и использование планов выборочного контроля электронных компонентов и блоков" от 10.11.2015 г.

	3.3.5 (5)
	Модуль электронный (вариант 5)
	electronic module
	Функционально законченный блок, состоящий из отдельных электронных компонентов и/или их интегральных сборок, пригодный для последующей сборки.

Примечания   1 Электронный модуль с определенной функцией применения, включающей электронные, оптоэлектронные, механические или иные компоненты. Как правило, модуль предусматривает защиту своих элементов и интегральных сборок для обеспечения требуемого уровня надежности.

2 Электронные модули могут классифицироваться по способу передачи сигнала, например:

– проводной модуль:

модуль, имеющий только электрические выходные связи (большинство современных модулей);

– беспроводной модуль: модуль, имеющий беспроводные выходные связи;

– оптоэлектронный модуль: модуль, имеющий оптоэлектронные выходные связи;

– модуль-датчик:

модуль, который может принимать физическую информацию;

– модуль-преобразователь:

модуль, который может выводить физическую информацию
	"ГОСТ Р МЭК 62421-2016 Технология электронного монтажа. Электронные модули" от 09.11.2016 г.

	3.3.5 (6)
	Модуль электронный (вариант 6)
	packaging and interconnecting assembly
	Общий термин для описания изделия, состоящего из полностью объединенных материалов основания, опорных плоскостей или несущих конструкций и проводников межсоединений, которые используют для монтажа и межсоединений компонентов
	"ГОСТ Р МЭК 61188-5-1-2012 Печатные платы и печатные узлы. Проектирование и применение. Часть 5-1. Анализ соединений (посадочные места для монтажа компонентов). Общие требования" от 26.09.2012 г.

	3.3.5 (7)
	Модуль электронный (вариант 7)
	electronic module
	Совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих функционально и конструктивно законченные сборочные единицы, предназначенные для реализации функций приема, обработки, преобразования, хранения и/или передачи информации или формирования (преобразования) энергии, выполненные на основе несущих конструкций или размещенных на общей подложке, обладающие свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости и рассматриваемые как единое целое с точки зрения требований к разработке, производству, приемке, поставке и эксплуатации
	"ГОСТ Р 59312-2021 Ракетно-космическая техника. Электронная компонентная база. Порядок выбора, применения и проведения испытаний" от 05.02.2021 г.

	3.3.5 (8)
	Модуль электронный (вариант 8)
	electronic module
	Изделие электронной техники, которое:

– представляет собой совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих функционально и конструктивно законченную сборочную единицу;

– предназначено для реализации функций приема и(или) преобразования, и(или) хранения, и(или) передачи информации, и(или) формирования (преобразования) энергии;

– выполнено на основе несущей конструкции;

– обладает свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости
	"ГОСТ Р 56648-2015 База электронная компонентная для ракетно-космической техники. Входной контроль и дополнительные испытания. Общие положения" от 20.10.2015 г.

	3.3.5 (9)
	Модуль электронный (вариант 9)
	electronic module
	Покупное изделие, представляющее собой сборочную единицу, состоящую из электрорадиоизделий, соединенных при помощи сборочных операций на едином основании (печатной плате, керамической подложке и т.д.) для выполнения заданной функции самостоятельно или в составе другого изделия
	"ГОСТ Р 56649-2015 Техника ракетно-космическая. Электронная компонентная база иностранного производства. Порядок применения" от 20.10.2015 г.

	3.3.5 (10)
	Модуль электронный (вариант 10)
	electronic module
	Функционально законченное изделие, реализующее функции преобразования электрических сигналов и представляющее собой печатную плату с установленными радиоэлементами, программным обеспечением (при наличии требований), разъемными и крепежными деталями
	Руководящий документ (РД) от 27.01.2014 г. N ЭО 1.1.2.01.0713-2013 "РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций"

	3.3.6 (1)
	Память (вариант 1)
	memory
	Все адресуемое пространство памяти в устройстве обработки данных и прочие виды внутренней памяти, используемые для выполнения.

Примечания

1 В памяти данные хранятся в электронной форме.

2 Существуют разнообразные запоминающие устройства (ЗУ): оперативное запоминающее устройство, ОЗУ (RAM) с произвольным доступом, постоянное запоминающее устройство, ПЗУ (ROM) только для считывания, запоминающее устройство с однократной записью и многократным считыванием (WORM) и запоминающее устройство считывания/записи (RW).


	"ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии. Словарь" от 22.09.2016 г.



	3.3.6 (2)
	Память (вариант 2)
	memory
	Общий элемент памяти устройства, предназначенный для хранения записываемой информации (голосовых сообщений), состоящий из совокупности банков памяти и ячеек памяти.


	"ГОСТ Р 70504-2022 Планшеты для коммуникации для инвалидов с нарушением речевых функций. Общие требования" от 29.11.2022 г.

	3.3.6 (3)
	Память / блок памяти (вариант 3)
	memory
	Электронное устройство, обеспечивающее хранение данных.
	ГОСТ Р 53831-2021

	3.3.7 (1)
	Процессор (вариант 1)
	processor
	Основная часть вычислительной машины, включающая арифметическое устройство, устройство управления и оперативную память
	Приказ Минздравсоцразвития России от 14.10.2011 г. N 1175н "Об утверждении Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию оборудования телемеханики, сопровождению и доработке программного обеспечения"

	3.3.7 (2)
	Процессор (вариант 2)
	processor
	Функциональная часть вычислительной машины или системы обработки информации, предназначенная для интерпретации программ
	"ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии. Словарь" от 22.09.2016 г.

	3.3.7 (3)
	Процессор (вариант 3)
	processor
	Устройство, выполняющее заданные программой преобразования информации (данных), имеющее интерфейс для получения данных и команд
	"ГОСТ Р 57700.27-2020 Высокопроизводительные вычислительные системы. Термины и определения" от 13.11.2020 г.

	3.3.7 (4)
	Процессор (вариант 4)
	processor
	Функциональная составная часть вычислительной системы, реализованная в виде микросхемы и предназначенная для выполнения арифметических и логических операций, операций управления и ввода-вывода данных
	"ГОСТ Р 71180-2024 Планшетный компьютер. Термины и определения" от 02.02.2024 г.

ПНСТ от 27.12.2022 г. N 806-2022 "ПНСТ 806-2022 Серверное оборудование. Термины и определения"

	3.3.7 (5)
	Процессор (вариант 5)
	processor
	Компьютер или иное программируемое устройство на диаграмме внедрения, на котором может быть размещен код
	"ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Обработка, передача и представление данных. Часть 2. Обработка данных" от 16.11.2011 г.

	3.3.7 (7)
	Процессор (вариант 7)
	processor
	Объект, обеспечивающий конкретное применение определенной совокупности команд
	"ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными" от 22.02.2001 г.

	3.3.7 (8)
	Процессор (вариант 8)
	processor
	Концепция моделирования, являющаяся комбинацией аппаратных средств и программного обеспечения, обеспечивающая предоставление услуги одному или более другому процессору или пользователю
	"ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007 Эталонная модель управления данными" от 27.12.2007 г.

	3.3.7 (9)
	Процессор (вариант 9)
	processor
	Устройство или функциональная часть цифровой вычислительной системы, предназначенная для интерпретации программы
	РМ 4-239-91 Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85

	3.3.8 (1)
	Радиофотоника (вариант 1)
	radiophotonics
	Раздел оптоинформатики, решающий проблемы обработки СВЧ-сигналов с помощью оптических процессов, а также проблемы передачи, приема и обработки информации путем совместного использования электромагнитных волн оптического и СВЧ-диапазонов и построения на такой основе специфических элементов, приборов и систем.
	"ГОСТ Р 58568-2019 Оптика и фотоника. Фотоника. Термины и определения" от 27.09.2019 г.



	3.3.8 (2)
	Радиофотоника (вариант 2)
	radiophotonics
	Раздел фотоники, в котором взаимодействие между оптическими и радиочастотными электромагнитными полями в различных нелинейных средах и устройствах используют для создания новых методов генерации, управления, передачи, приема и анализа сверхвысокочастотного излучения - сигналов средствами фотоники.

Примечание – Общеупотребительные научно-технические термины, однозначно трактуемые в учебниках, справочниках и энциклопедиях, применены в настоящем стандарте без пояснений.
	"ГОСТ Р 70212-2022 Оптика и фотоника. Фотоника. Классификация технологий и оборудования" от 13.07.2022 г.



	3.3.9
	Схема цифровая декодирующая интегральная
	Digital decoding integrated circuit
	Система логических элементов (или эквивалентная схема), которая избирает одно или несколько выходных каналов в зависимости от комбинации сигналов на входе
	"ГОСТ 29107-91 (МЭК 748-2-85) Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 2. Цифровые интегральные схемы" от 27.09.1991 г.

	3.3.10
	Узел радиоэлектронный функциональ-ный, РЭФУ
	radio-electronic functional unit
	Радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально и конструктивно законченную сборочную единицу, выполняющее радиотехническую и/или электронные функции(ию) и не имеющее самостоятельного применения
	"ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения" от 09.01.2003 г.

	3.3.11 (1)
	Устройство электронное (вариант 1)
	electronic device
	Устройство, состоящее из отдельных электронных блоков и выполняющее определенную функцию [OIML D 11:2004, статья 3.2].

Примечания

1 Электронное устройство может быть изготовлено как самостоятельное средство измерений (например: принтер, индикатор) [3].

2 Электронное устройство может быть модулем (индикатор, устройство обработки аналоговых данных, взвешивающий модуль) или периферийным устройством (принтер, дополнительный дисплей)
	"ГОСТ Р 8.900-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы автоматические дискретного действия для суммарного учета. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания" от 20.11.2015 г.

	3.3.11 (2)
	Устройство электронное (вариант 2)
	electronic device
	Устройство, состоящее из отдельных электронных блоков и выполняющее определенную функцию
	"ГОСТ 33242-2015 Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования. Испытания" от 08.07.2016 г.

	3.3.11 (3)
	Устройство электронное (вариант 3)
	electronic device
	Устройство, в котором использованы электронные элементы и которое предназначено для выполнения определенных функций
	"ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования" от 13.12.2011 г.

	3.3.11 (4)
	Устройство электронное (вариант 4)
	electronic device
	Устройство, которое создает динамическую неустойчивость электронов.

Примечание - Основные функции и конструкция основаны на полупроводниковых устройствах, вакуумных трубках и газоразрядной технике
	"ГОСТ Р МЭК 730-1-94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний" от 16.02.1994 г.

"ГОСТ Р МЭК 730-1-94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ  МЭК 730-1-95) (с Поправкой)" от 16.02.1994 г.

	3.3.11 (5)
	Устройство электронное (вариант 5)
	electronic device
	Устройство, состоящее из отдельных электронных блоков и выполняющее определенную функцию, которое обычно изготавливается как самостоятельная единица и может быть отдельно испытано
	"ГОСТ Р 54796-2011 Устройства весоизмеритель-ные автоматические. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний" от 13.12.2011 г.

	3.3.11 (6)
	Устройство электронное (вариант 6)
	electronic device
	Изделие, в состав которого входят полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы
	"ГОСТ Р 53734.5.6-2021 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые" от 22.06.2021 г.


3.4 Термины, относящиеся к технологиям электронного машиностроения
Таблица 4
	№
	Термин
	Термин на английском языке
	Определение
	Источник

	3.4.1 (1)
	Имплантация ионная (полупроводниковые технологии)
	Ion implantation
	Способ введения атомов примесей в приповерхностный слой материала путём его бомбардировки пучком ионов с высокой энергией.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.


	3.4.1 (2)
	Имплантация ионная (полупроводниковые технологии)
	Ion implantation
	Операция получения легированных микроэлектронных слоев с помощью электронных и ионных лучей.
	Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151

	3.42
	Испарение электронно-лучевое
	Electron-beam evaporation
	Процесс получения материала путем преобразования исходного материала в газообразное состояние под воздействием потока электронов в условиях высокого или сверхвысокого вакуума и последующего осаждения материала на подложку.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.

	3.4.3
	Легирование полупроводников
	
	Дозированное введение в полупроводник примесей или структурных дефектов с целью изменения его физических свойств (электрических, магнитных, оптических, механических и др.). Наиболее распространено примесное легирование полупроводников. Электрические свойства легированных полупроводников зависят от природы и концентрации вводимых примесей
	

	3.4.4
	Легирование ионное
	ion implantation
	Модификация внешних слоев твердых материалов введением разогнанных ионизированных атомов.
	"ГОСТ IEC 60050-841-2016 Международный электротехнический словарь. Часть 841. Промышленный электронагрев" 

	3.4.5
	Легирование кристалла
	Crystal doping
	Введение в смесь сырьевых материалов добавки химического продукта с целью придания кристаллу заданных характеристик.
	"ГОСТ Р 71250-2024 Оптика и фотоника. Производство оптических материалов. Термины и определения" 

	3.4.6
	Легирование лезерно-плазменное
	Laser-plasma alloying
	Введение в поверхностный слой легирующих химических элементов из приповерхностной лазерной плазмы оптического разряда.
	"ГОСТ Р 71608-2024 Оптика и фотоника. Лазерно-плазменная обработка поверхности деталей из сталей и сплавов. Термины и определения. Классификация" 

	3.4.7
	Литография безмасковая
	resistless lithography
	Технологическая операция при создании ИМС, в которой процесс совмещения и экспонирования проводится без использования фотошаблонов.
	–

	3.4.8
	Литография лазерная
	laser lithography
	Метод нанесения изображения на поверхность материала с помощью сфокусированного лазерного луча
	ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
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	3.4.9
	Литография нанопечатная, НПЧ
	nano-imprint lithography; NIL
	Процесс получения рельефного изображения путем вдавливания шаблона (обычно называемого клише, штамп, маска или трафарет) с заданным рисунком, размеры элементов которого находятся в нанодиапазоне (2.7), в слой резиста, покрывающего подложку, и последующего его отверждения при заданной температуре или под воздействием светового излучения.

Примечания

1 Нанопечатную литографию относят к процессам печати, а не к процессам литографии (3.6), так как получаемое изображение зависит от формы и рельефа шаблона.

2 Нанопечатную литографию различают по видам материалов, используемых в качестве резиста. Резист из термопластичного полимерного материала сначала нагревают до температуры плавления, а затем надавливают на него шаблоном. Резист из термореактивного материала сначала используют в жидком виде, прикладывая к нему шаблон, а потом нагревают до температуры его отверждения. На негативном фоторезисте изображение формируют с помощью светового излучения и прозрачного шаблона. Процессы нанопечатной литографии с использованием фоторезистов некоторые специалисты называют "оптическим импринтингом", "оптическим наноимпринтингом" или "печатной литографией "шаг-вспышка".
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

	3.4.11
	Литография оптическая

иммерсионная
	Immersion optics
	Литография (3.6) с повышенной разрешающей способностью, полученной за счет заполнения воздушного промежутка между последней линзой объектива микроскопа и пленкой фоторезиста жидкостью с соответствующим показателем преломления.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

	3.4.12
	Литография рентгеновская
	X-ray lithography
	Процесс формирования рельефного изображения в слое фоторезиста путем воспроизведения заданного шаблона с помощью рентгеновского излучения.

Примечание – Пучок рентгеновского излучения трудно сфокусировать на участке, размеры которого находятся в нанодиапазоне (2.7) [в отличие от фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (7.1.8)], поэтому термин "рентгеновская литография" применяют для процесса печати, выполняемого с помощью специального шаблона с проницаемыми и непроницаемыми для рентгеновского излучения участками. Шаблон представляет собой мембрану, изготовленную из материала с низким поглощением рентгеновского излучения, с нанесенным на нее изображением из материала с высоким поглощением рентгеновского излучения, например, из металла. Как правило, для изготовления шаблона используют материал фоторезиста.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

	3.4.13 (1)
	Литография электронно-лучевая
	Electron-beam lithography
	Процесс формирования рельефного изображения в слое резиста путем воспроизведения заданного шаблона с помощью фокусированного электронного пучка.

Примечание – Является видом безмасковой литографии
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.

	3.4.13(2)
	Литография электронно-лучевая
	Electron-beam lithography
	Метод фотолитографии с использованием электронного пучка, сфокусированного на поверхность слоя резиста, чувствительного к электронному облучению, для формирования на нем заданного изображения.
	–

	3.4.14
	Маршрут технологический
	technological route
	Последовательность прохождения заготовки детали или сборочной единицы по цехам и производственным участкам предприятия при выполнении технологического процесса изготовления или ремонта.

Примечание. Различают межцеховой и внутрицеховой технологические маршруты
	"ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий (с Изменениями N 1, 2)" от 09.02.1983 г.

	3.4.15
	Наращивание слоя полупроводника эпитаксиальное
	epitaxial buildup of the semiconductor layer
	Осаждение атомов полупроводника на подложку, в результате чего на ней образуется слой, кристаллическая структура которого подобна структуре подложки
	–

	3.4.16
	Обработка полупроводниковых пластин механическая
	mechanical processing of semiconductor wafers
	Процесс получения пластины полупроводника со строго заданными геометрией, кристаллографической ориентацией и классом чистоты поверхности
	–

	3.4.17 (1)
	Операция технологическая
	technological operation
	Отдельная часть технологического процесса.
	"ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения" от 27.06.2013 г.

"ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию" от 27.06.2013 г.

"ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и определения" от 30.11.2010 г.

	3.4.17 (2)
	Операция технологическая
	technological operation
	Технологический процесс, являющийся элементарной законченной частью более общего технологического процесса.

Примечание - В соответствии с данным определением любой технологический процесс может быть представлен в виде совокупности взаимосвязанных технологических операций. В свою очередь, технологическая операция не может быть разделена на другие технологические процессы.
	"ГОСТ Р 58916-2021 Технологический инжиниринг и проектирование. Термины и определения" от 29.09.2021 г.

	3.4.18 (1)
	Обработка пластины жидкостно-химическая
	liquid-chemical treatment of wafer
	Комплекс операций, включающий химическую очистку и отмывку пластин, активацию поверхности, химическое и электрохимическое осаждение, изотропное и анизотропное травление, химическое удаление фоторезистивных масок.

Примечание – Является неотъемлемой составляющей этапов производства полупроводников, оптики, MEMS и других устройств.
	https://www.nanoindustry.su/files/article_pdf/6/article_6848_200.pdf

	3.4.18 (2)
	Обработка пластины жидко-химическая
	
	Процесс очистки, травления, снятия резиста, химической металлизации и сушки, который проводится с использованием жидких химических реактивов (щелочей, кислот и их солей).

Примечание:

Она включает ряд последовательных операций, например:

Обезжиривание в органических растворителях для удаления жиров животного и растительного происхождения, минеральных масел, смазок, воска, парафина и других органических и механических загрязнений. 

Промывку в специально очищенной воде для удаления остатков загрязнений, реагентов и продуктов реакций. 

Химическое травление, которое основано на растворении поверхности пластин жидкими химическими реактивами.
	

	3.4.19
	Осаждение атомно-слоевое
	atomic layer deposition; ALD
	Процесс получения однородных конформных пленок путем циклического осаждения исходных материалов на подложку в ходе самоограниченных химических реакций, позволяющих контролировать толщину нанесенного слоя.

Примечание – В процессе АСО цикл осаждения исходных материалов, который должен включать не менее двух последовательных химических реакций, повторяют несколько раз до получения пленок нужной толщины.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.

	3.4.20
	Осаждение из газовой фазы (физическое)
	physical vapour deposition; PVD
	Процесс нанесения покрытия испарением исходного материала с последующей его конденсацией на подложке в условиях вакуума.
	"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.

	3.4.21
	Плазмохимическое осаждение
	plasma-enhanced chemical vapor deposition, PECVD
	Процесс химического осаждения тонких плёнок из паровой фазы при низком давлении с использованием высокочастотной плазмы.
	СП (Свод правил) от 20.08.2015 г. N 240.1311500.2015 "СП 240.1311500.2015 Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности".

	3.4.22
	Пассивация поверхности лазерно-плазменная
	Laser-plasma passivation of surface
	Образование на поверхности металлов химических соединений, образующих тонкую пленку при воздействии приповерхностной лазерной плазмы оптического разряда, препятствующей коррозии поверхности.
	"ГОСТ Р 71608-2024 Оптика и фотоника. Лазерно-плазменная обработка поверхности деталей из сталей и сплавов. Термины и определения. Классификация" 

	3.4.23 (1)
	Процесс технологический
	technological process
	Последовательность химических, физических или биологических действий по преобразованию, транспортировке и хранению материалов или энергии.
	"ГОСТ Р МЭК 61512-1-2016 Управление серийным производством. Часть 1. Модели и терминология" от 10.10.2016 г.

	3.4.23 (2)
	Процесс технологический
	technological process
	Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.
	"ГОСТ Р 57945-2017 Система технологического обеспечения разработки и постановки на производство изделий космической техники. Термины и определения" от 14.11.2017 г.

"ГОСТ Р 58197-2018 Порядок проведения экспертизы качества автомототранспортных средств. Общие требования" от 10.08.2018 г.

	3.4.23 (3.1)
	Процесс технологический
	Manufacturing process
	Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

Примечания:

     

1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.

2 К предметам труда относятся заготовки и изделия.
	ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»

	3.4.23 (3)
	Процесс технологический
	technological process
	Часть производственного процесса, состоящая из целенаправленных действий по изменению и (или) определению состояния продукта и (или) природных ресурсов до получения требуемого результата.
	"ГОСТ Р 58916-2021 Технологический инжиниринг и проектирование. Термины и определения" от 29.09.2021 г.

	3.4.23 (4)
	Процесс технологический
	technological process
	Совокупность технологических операций, выполняемых по заданному алгоритму, каждая из которых может реализовываться как идентичными, так и различными системами, входящими в состав сложного технологического комплекса.
	Приказ Ростехнадзора от 28.01.2015 г. N 26 "РБ-100-15 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии "Рекомендации по порядку выполнения анализа надежности систем и элементов атомных станций, важных для безопасности, и их функций""

	3.4.24
	Профилирование поверхности
	Surface profiling
	Процесс получения на полупроводниковой пластине рельефа в виде чередующихся выступов и впадин определённой геометрии
	–

	3.4.25
	Разделение пластин
	separation of wafers
	Этап технологического процесса, который позволяет разделить полупроводниковые пластины на отдельные кристаллы
	–

	3.4.26 (1) 
	Система технологическая
	Technological system
	Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей созданная для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций. Различают четыре иерархических уровня технологических систем: технологические системы операций, технологические системы процессов, технологические системы производственных подразделений и технологические системы предприятий
	СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения

	3.4.21 (2)
	Система технологическая
	Technological system
	Совокупность взаимосвязанных технологическими потоками и действующих как одно целое аппаратов (агрегатов), в которых осуществляется определенная последовательность технологических операций.
	СП (Свод правил) от 20.08.2015 г. N 240.1311500.2015 "СП 240.1311500.2015 Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности"

	3.4.27 (1)
	Скрайбирование
	scribing
	Нанесение линейных надрезов заданной глубины на поверхность технологической заготовки с обеих сторон с целью упрощения производства и облегчения последующего разделения, в частности, после проведения монтажа на автоматах.

Примечание - В электронной промышленности скрайбирование используется для разделения полупроводниковых пластин на отдельные кристаллы. Оно заключается в нанесении на поверхность пластины в двух взаимно перпендикулярных направлениях рисок, например алмазным резцом, диском, проволокой или лучом лазера.
	https://pselectro.ru/articles/skrajbirovanie-pecatnyh-plat-97020



	3.4.27 (2)
	Скрайбирование
	scribing
	Способ разделения пластин, заключающийся в нанесении на поверхность пластины во взаимно перпендикулярных направлениях рисок, под которыми образуются напряжённые области, способствующие разлому пластины после приложения к ней механического воздействия
	–

	3.4.27 (3)
	Скрайбирование
	
	Нанесение линейных надрезов заданной глубины на поверхность технологической заготовки с обеих сторон, с целью упрощения производства и облегчения последующего разделения, в частности, после проведения монтажа на автоматах
	

	3.4.28
	Тестирование пластины
	wafer (substrate) control
	Испытание и контроль качества полупроводниковой пластины путем оценки соответствия ее основных характеристик (геометрических параметров, внешнего вида и качества поверхности, электрофизических параметров, параметров структурного совершенства) заданным требованиям и значениям маркировки несоответствующих пластин.
	–

	3.4.29
	Технологический процесс полупроводникового производства
	The technological process of semiconductor production
	Технологический процесс по изготовлению полупроводниковых (п/п) изделий и материалов; часть производственного процесса по изготовлению изделий ЭКБ; состоит из последовательности технологических и контрольных операций
	–

	3.4.30
	Технология планарная
	Planar technology
	Совокупность технологических операций, используемых при изготовлении планарных (плоских, поверхностных) полупроводниковых приборов и интегральных микросхем
	–

	3.4.31
	Травление ионно-лучевое (ионно-лучевое фрезерование)
	Ion beam etching;

(ion beam milling)
	Процесс управляемого удаления поверхностного слоя материала с подложки потоком ионов, полученным с помощью источника плазмы.
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.

"ГОСТ Р 56662-2015/ISO/TS 80004-8:2013 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 21.10.2015 г.

	3.4.32
	Плазмохимическое травление
	plasma etching
	Технологический процесс селективного удаления материалов с поверхности полупроводниковой подложки (металлов, диэлектриков, полупроводников) с использованием активных частиц и радикалов, образующихся в низкотемпературной плазме.
	https://gn-tech.ru/tekhnologii/plazmokhimicheskoe-travlenie/

	3.4.33 (1)
	Фотолитография
	photolithography
	Формирование на поверхности подложки элементов микросхем с помощью чувствительных к излучениям покрытий, способных воспроизводить заданное взаимное расположение и конфигурацию этих элементов.
	Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151

	3.4.33 (2)
	Фотолитография
	photolithography
	Метод получения определённого рисунка на поверхности материала полупроводниковой пластины
	–

	3.4.33 (3)
	Фотолитография
	photolithography
	Процесс получения изображения на подложке путем облучения фоторезиста, покрывающего подложку, электро- 

магнитным излучением через заданный шаблон.

Примечание – Как правило, для изготовления шаблона используют материал фоторезиста
	ГОСТ ISO/TS 80004-1 ст. 7.1.20

	3.4.34
	Электронная гигиена
	Electronic hygiene
	ЭГ (Ндп. вакуумная гигиена; электронно-вакуумная гигиена; технологическая гигиена; производственная гигиена): Комплекс обязательных требований, норм, средств и мероприятий, направленных на обеспечение заданных параметров технологического микроклимата с целью защиты изделий от неблагоприятных внешних воздействий в процессе производства
	ГОСТ Р 50116-92, статья 1.1

	3.4.35
	Металлоорганическая газофазная эпитаксия (МОГФЭ)
	metal-organic chemical vapor deposition/metal-organic vapor phase epitaxy
	Метод химического осаждения из паровой фазы, при котором прекурсоры реагируют на нагретой поверхности монокристаллической подложки, образуя монокристаллический слой эпитаксиального материала.
	–

	3.4.36
	Эпитаксия молекулярно-лучевая 

Или

Эпитаксия молекулярно-пучковая
	Molecular beam epitaxy
	Процесс получения монокристаллической пленки путем испарения и осаждениепоследующего осаждения атомов или молекул исходного материала (материалов) на монокристаллическую подложку в условиях высокого или сверхвысокого вакуума.

Примечания

1 Специальное отверстие в оборудовании для молекулярно-лучевой эпитаксии, через которое происходит перенос газообразного исходного материала из зоны испарения в зону высокого или сверхвысокого вакуума, предназначено для формирования соответствующих молекулярных пучков.

2 Методом молекулярно-лучевой эпитаксии, например используя арсенид индия (InAs) и подложку из арсенида галлия (GaAs), получают структуры размером в нанодиапазоне (2.7).
	"ГОСТ ISO/TS 80004-8-2016 Нанотехнологии. Часть 8. Процессы нанотехнологического производства. Термины и определения" от 09.11.2016 г.


3.5 Термины, относящиеся к оборудованию электронного машиностроения
Таблица 5
	№
	Термин
	Термин на английском языке
	Определение
	Источник

	3.5.1.1
	Оборудование для производства полупроводниковых пластин
	Equipment for the production of semiconductor wafers
	Включает в себя различные установки или машины, которые помогают создавать электронные схемы на пластине из чистого монокристаллического полупроводникового материала 
	


	3.5.1.2
	Оборудование для производства пластин
	
	Сложные машины, которые принимают на вход заготовку из кремния и манипулируют ею на атомном уровне, Примечание – Оборудование создает полные электрические или фотонные схемы на полупроводниковых пластинах в процессе изготовления полупроводниковых устройств
	

	Некоторые виды оборудования для производства полупроводниковых пластин

	3.5.1.1
	Агрегаты вакуумного и магнетронного осаждения
	Vacuum and magnetron deposition units
	Высоковакуумные установки, которые реализуют различные технологии нанесения покрытий.
	https://vacuum.ru/equipment/technology_equipment/aja/ATC/

	3.5.1.2 
	Насос вакуумный
	vacuum pump
	Устройство, предназначенное для создания, повышения и поддержания вакуума.
	"ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996) Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы" от 20.12.2006 г.

	3.5.1.3
	Оборудование для лазерной обработки
	laser processing machine
	Оборудование для транспортирования, перегрузки и ориентирования пластин – это совокупность технических средств, предназначенных для автоматизированного или полуавтоматизированного перемещения, позиционирования и ориентации кремниевых пластин в процессе производства полупроводниковых изделий.
	"ГОСТ ЕН 12626-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки" от 14.06.2007 г.

	3.5.1.4
	Станок шлифовальный
	grinding machines
	Станок, предназначенный для обработки деталей посредством абразивных инструментов (шлифовальных кругов)
	"ГОСТ EN 13218-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные" от 13.12.2011 г.

	3.5.1.4.1
	Станок шлифовальный с цифровым программным управлением
	GRINDING MACHINE, COMPUTER NUMERICALLY CONTROLLED
	Шлифовальный станок, контролируемый программным электронным устройством, который может выполнять точным образом повторные действия
	"ГОСТ Р 51725.20.2-2016 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов снабжения. Том 2 (с Поправкой)" от 16.08.2016 г.

	3.5.1.5
	Имплантаторы ионные
	
	Бомбардируют поверхность пластины люминофором, бором, мышьяком, сурьмой или другими элементами
	

	3.5.1.6
	Камера осаждения материалов


	Material deposition chamber


	Часть плазмохимического реактора, в котором производятся процессы травления и осаждения различных материалов
	–

	3.5.1.7
	Камера травления
	Etching, polishing and testing chamber
	Устройство, в котором происходит процесс реактивного ионного травления (РИТ), то есть удаления материала с поверхности подложки с помощью химически активной плазмы 
	

	3.5.1.8
	Литограф
	lithograph
	Оборудование для получения определённого рисунка на поверхности материала
	–

	3.5.2 (1)
	Оборудование жидкостно-химической обработки
	Liquid chemical treatment equipment
	Оборудование для полупроводникового кристального производства, реализующее процессы очистки, травления, снятия резиста, химической металлизации, сушки и прочие процессы.
	https://www.v3-asm.com/wet-process

	3.5.2 (2)
	Оборудование жидкостно-химической обработки
	
	Различные установки и системы, которые используются для проведения химических процессов при производстве полупроводников, плат, оптики, MEMS и других устройств
	

	Некоторые виды оборудования жидкостно-химической обработки

	3.5.2.1
	Установка жидкостной химической обработки WB
	WB Liquid Chemical Treatment Plant
	Предназначена для проведения жидкостной химической обработки в процессах производства полупроводников, оптики, MEMS и других
	https://www.v3-asm.com/wet-process

	3.5.2.2.1
	Установка отмывки и сушки пластин
	
	Специальное оборудование, которое используется для промывки и сушки полупроводниковых пластин после жидкостной химической обработки с целью удаления с их поверхности различных загрязнений
	

	3.5.2.2
	Установка отмывки и сушки пластин vSRD
	vSRD Plate Washing and Drying Unit
	Используется для сушки полупроводниковых пластин методом центрифугирования после проведения операции химической обработки или травления
	https://www.v3-asm.com/wet-process

	3.5.2.3
	Установка отмывки и сушки методом «Марангони» MRD
	Washing and Drying Unit
	Применяется для отмывки и сушки пластин после операций химической обработки. Процесс особо чистый и исключает повреждение пластин при обработке за счёт отсутствия движущихся частей в оборудовании
	https://www.v3-asm.com/wet-process

	3.5.3 (1)
	Оборудование ионной имплантации
	Ion implantation equipment
	Ионный имплантер, который состоит из нескольких основных частей:

– Ионный источник. 

– Магнитная система. 

– Ускоритель. 

– Система отклонения пучка. 

- Камера с мишенями.

Оборудование, предназначенное к применению при создании полупроводниковых приборов методом планарной технологии, а также как метод легирования металлов для изменения их физических и химических свойств
	–

	3.5.3 (2)
	Оборудование ионной имплантации
	
	Установка, которая включает в себя источник ионов, экстрагирующую и фокусирующую оптику, ускоритель, сепаратор масс, устройство сканирования ионного пучка, систему источников питания, приемную камеру, вакуумную систему, а также устройства контроля и управления технологическим процессом
	

	Некоторые виды оборудования ионной имплантации

	3.5.3.1
	Установка ионно-лучевая
	ion beam equipment
	Комплекс оборудования для обработки материалов энергетическими потоками ионов. В результате воздействия ионов изменяются форма, физико-химические, механические, электрические и магнитные свойства обрабатываемых изделий.

Примечание – Основные составные части такой установки:

– Ионный источник. В нём атомы имплантированной примеси вводятся либо напуском в виде газа, либо испарением жидкости или твёрдого вещества. 

– Ускоритель ионов. Предназначен для сообщения ионам необходимой плотности энергии и фокусировки пучка при его движении вдоль ускорителя. 

– Масс-сепаратор. Применяется для отделения имплантируемых ионов от других веществ, присутствующих при формировании пучка в источнике ионов. 

– Устройство сканирования ионного пучка. Направляет сфокусированный ионный луч в нужное место мишени по заданной программе. 

– Приёмная камера. Служит для загрузки, фиксации, перемещения во время легирования и выгрузки обрабатываемых изделий. 

– Вакуумная система. 

Устройства контроля и управления технологическим процессом.
	

	3.5.4 (1)
	Оборудование испытательное
	Test engine
	Компонент тестирующей системы, с помощью которого отслеживают команды контрольного примера, загружают, контролируют, проверяют и анализируют ТР.
	"ГОСТ Р ИСО 10303-34-2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 34. Методология и основы аттестационного тестирования. Методы абстрактного тестирования для реализации прикладных..." от 20.12.2002 г.

	3.5.4 (2)
	Оборудование испытательное
	
	Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.
	"ГОСТ 8.612-2012 ГСИ. Организация и порядок обеспечения внутреннего метрологического надзора на предприятиях с промышленно опасными объектами" от 01.08.2013 г.

"ГОСТ Р 70152-2022 Качество воды. Методы внутреннего лабораторного контроля качества проведения микробиологических и паразитологических исследований" от 17.06.2022 г.

МР от 30.05.2003 г. N 29ФЦ/2688-2003 "МР 29ФЦ/2688-2003 Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации"

	3.5.4 (3)
	Оборудование испытательное
	Testing equipment
	Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний
	СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения

	 Некоторые виды испытательного оборудования

	3.5.4.4
	Тестеры транзисторов
	Transistor Testers
	Инструменты для проверки электрических характеристик транзисторов и твердотельных диодов
	

	3.5.5
	Оборудование контрольно-измерительное
	control and measuring equipment
	Радиоэлектронная аппаратура, предназначенная для измерения, контроля электрических параметров и диагностики радиоэлектронных модулей всех уровней разукрупнения.
	"ГОСТ Р 70809-2023 Контрольно-измерительное оборудование для контроля и диагностики электронных модулей. Общие технические условия" от 06.07.2023 г.

	Некоторые виды контрольно-измерительного оборудования

	3.5.5.1
	Амперметр
	ammeter
	Прибор, предназначенный для измерения силы тока.
	"ГОСТ IEC 60050-300-2015 Международный электротехнический словарь. Электрические и электронные измерения и измерительные приборы. Часть 311. Общие термины, относящиеся к измерениям. Часть 312. Общие термины, относящиеся к электрическим измерениям. Часть 313. Типы электрических приборов. Часть 314. Специальные термины, соответствующие типу прибора" от 22.12.2015 г.

	3.5.5.2
	Вольтметр
	voltmeter
	Прибор, предназначенный для измерения напряжения.
	"ГОСТ IEC 60050-300-2015 Международный электротехнический словарь. Электрические и электронные измерения и измерительные приборы. Часть 311. Общие термины, относящиеся к измерениям. Часть 312. Общие термины, относящиеся к электрическим измерениям. Часть 313. Типы электрических приборов. Часть 314. Специальные термины, соответствующие типу прибора" от 22.12.2015 г.

	3.5.6 (1)
	Оборудование литографическое
	lithographic equipment
	Устройства, используемые в микроэлектронной промышленности для создания очень мелких структур на поверхности полупроводниковых материалов, которые формируют интегральные схемы (микросхемы)
	–

	3.5.6 (2)
	Оборудование литографическое
	
	Устройства (литографы), используемые в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности для создания топологий на поверхности полупроводниковых материалов микронных и субмикронных размеров методами различных видов литографии, при изготовлении  интегральных схем и полупроводниковых приборов.
	

	3.5.7
	Оборудование для нанесения слоев
	Equipment for applying layers
	Различные устройства и инструменты, используемые для формирования слоёв в процессе изготовления электронных устройств
	www.hse.ru

	Некоторые виды оборудования для нанесения слоев

	3.5.7.1
	Установки вакуумного напыления (колпакового типа)
	Vacuum spraying units (cap type)
	Использование нескольких испарителей позволяет последовательно наносить несколько слоёв за один вакуумный цикл (цикл откачки и разгерметизации рабочей камеры)
	https://studizba.com/lectures/inzhenerija/jelektronnye-i-plazmennye-tehnologii/40852-vakuumnoe-tehnologicheskoe-oborudovanie.html

	3.5.7.2
	Установки шлюзового типа
	Gateway type installations
	Системы, состоящие из шлюзовой камеры и распределительного модуля, обеспечивающие шлюзование кассеты и поштучную загрузку/выгрузку пластин из кассеты в рабочую камеру с использованием манипулятора
	

	3.5.7.3
	Оборудование кластерного типа
	Cluster type equipment
	Это модульные многокамерные установки с интеграцией различных технологических операций. Они состоят из технологических модулей, модуля транспортирования и модулей загрузки и выгрузки полупроводниковых пластин, механически соединённых вместе
	https://studizba.com

	3.5.7.4
	Принтеры для печатных методов нанесения материалов
	Printers for printing methods of applying materials
	Специальные устройства, которые позволяют печатать электронные схемы на 2D- и 3D-основаниях. К ним относятся плоттеры, капельные и аэрозольные принтеры. С их помощью наносят, например, припойную пасту на контактные площадки компонентов поверхностного монтажа, формируют диэлектрические покрытия на поверхности электропроводящих материалов и проводниковые топологии на диэлектрических основаниях, наносят позиционные обозначения элементов
	https://edu.study.tusur.ru/

	3.5.7.5
	Центрифуга
	centrifuge
	Устройство, предназначенное для воздействия центробежной силы.

Примечание – В электронном машиностроении при вращении пластины фоторезист растекается по всей поверхности подложки, а его излишки сбрасываются и стекают в кожух. Толщина полученного слоя зависит от вязкости и скорости вращения центрифуги.
	"ГОСТ Р 51109-97 Промышленная чистота. Термины и определения" от 17.12.1997 г.

	Виды плазмохимического оборудования

	3.5.8
	Оборудование плазмохимическое
	plasma chemical equipment
	Химические реакторы, в которых источником высокой температуры является электроразрядная плазма
	

	3.5.8.1
	Системы плазмохимического травления
	Plasma chemical etching systems
	Оборудование для удаления органических загрязнений с поверхностей электронных компонентов перед проведением пайки или нанесения покрытий
	–

	3.5.8.2
	Вакуумные плазменные установки обработки
	Vacuum Plasma Treatment Plants
	Оборудование, предназначенное для очистки, травления, активации поверхностей изделий микроэлектроники и биологии
	www.gnaxell.ru

	Виды ростового оборудования

	3.5.9
	Оборудование ростовое
	growth equipment
	Установки для выращивания кристаллов (кристаллических материалов) для изготовления изделий электронной техники.
	–

	3.5.9.1 (1)
	Блок управления 
	control module
	Устройство для управления электроприводом.
	"ГОСТ Р 70796-2023 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения" от 22.06.2023 г.

	3.5.9.1 (2)
	Блок управления
	control module
	Нижний уровень группировки оборудования в рамках физической модели, предназначенный для основного режима управления.

Примечание - Данный термин относится и к физическому оборудованию, и к сущности оборудования.
	"ГОСТ Р 57317-2016 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Термины и определения" от 06.12.2016 г.

	3.5.9.1 (3)
	Блок управления
	controlling unit
	Устройство, подающее команды на выполнение заданного цикла испытаний, осуществляющее контроль за синхронизацией и передачей команд (например пуск, измерение, остановка).
	"ГОСТ IEC 60947-5-4-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-4. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Методы оценки эксплуатационных характеристик низкоэнергетических контактов. Специальные испытания" от 09.07.2014 г.

	3.5.9.1 (4)
	Блок управления
	control module
	Электронное устройство, контролирующее взаимодействие и согласованность работы всех компонентов подсистем системы автоматизированного управления.
	По "ГОСТ Р 70852-2023 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Аппаратно-программный комплекс для управления высокоавтоматизированными машинно-тракторными агрегатами. Технические требования и методы испытаний" от 10.11.2023 г. с изменением «электронных компонентов» заменено на «всех компонентов»

	3.5.9.1 (5)
	Блок управления
	control
	Устройство управления, требующее от оператора действий для выполнения определенных функций.

Примечание – блок управления может получать команды не только от оператора, но и от контроллера (например 

блок управления пневмосистемой)
	"ГОСТ IEC 60335-2-110-2016 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-110. Дополнительные требования к промышленным микроволновым приборам cо вставными и контактными аппликаторами" от 28.06.2016 г. с изменением – добавлено примечание

	3.5.9.1.1
	Блок контроля и управления
	
	Электронная система, которая контролирует и/или управляет состоянием входящих в ГА аккумуляторов и вспомогательных систем, рассчитывает вторичные данные, индицирует или передает эти данные непосредственно в устройство назначения или СКУ и получает и исполняет команды внешнего устройства или СКУ для обеспечения безопасного функционирования, повышения рабочих характеристик и/или срока службы НА, а также повышения удобства эксплуатации
	ПНСТ от 27.10.2017 г. N 225-2017 "ПНСТ 225-2017 Системы бесперебойного питания на основе литий-ионных железофосфатных аккумуляторов. Технические требования"

	3.5.9.2
	Индуктор магнитного поля
	magnetic field inductor
	электронный компонент, который может преобразовывать электрический ток в магнитное поле. Обычно он состоит из намотки провода вокруг магнитного сердечника. Когда ток протекает через обмотку, он создает магнитное поле, и наоборот, когда магнитное поле меняется, оно также создает ток. Функция индуктора может заключаться в преобразовании тока в магнитное поле или преобразовании магнитного поля в ток.
	https://www.coilmaster.com.tw/ru/ 

	3.5.9.3 (1)
	Панель монтажная
	mounting plate
	Панель, предназначенная для размещения комплектующих элементов, устанавливаемая в НКУ.
	"ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний" от 27.12.2007 г.

	3.5.9.3 (2)
	Панель монтажная
	mounting plate
	Конструкционное устройство с клеммной платой для коммутации элементов электрической цепи.
	"ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения" от 25.10.2016 г.

	3.5.9.3 (3)
	Панель монтажная
	mounting plate
	Отдельная внутренняя часть оболочки, предназначенная для монтажа электрических компонентов.
	"ГОСТ IEC 62208-2013 Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования" от 11.03.2014 г.

	3.5.9.4
	Пульт (щит) управления
	Control board (desk)
	Пульт, на котором смонтированы устройства управления и контроля работы станции (подстанции) или энергосистемы. Примечание - применим к любой системе управления, позволяющей задать режим работы и управлять оборудованием, а также переводить его в разное состояние системы в том числе для обслуживания; может быть центральный а может для каждой подсистемы свой
	СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения

	3.5.9.5
	Комплект кабелей (оптический)
	optical cable assembly/cable assembly
	Оптический кабель, оканчивающийся оптическими соединителями.
	"ГОСТ IEC 60050-731-2017 Международный электротехнический словарь. Глава 731. Волоконно-оптическая связь" от 28.10.2020 г.

	3.5.9.6
	Комплект кабелей электрических устройства сопряжения
	CABLE ASSEMBLY SET, INTERFACE DEVICE, ELECTRICAL
	Группа изделий одинакового наименования, предназначенных для применения с двумя или более КАБЕЛЯМИ УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ
	"ГОСТ Р 51725.20.3-2017 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов снабжения. Том 3" от 18.07.2017 г.

	3.5.9.7
	Комплект сменных носителей информации
	a set of removable media
	Комплект носителей – это один или несколько носителей одного типа, содержащие информацию передаваемого пакета.

Сменные носители информации – это устройство с возможностью однократной записи или перезаписываемое устройство для хранения аудио-, видео- и других данных через стандартизованный интерфейс чтения/записи, используемое во всех устройствах с соответствующим интерфейсом.
	Р 50.1.027-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Автоматизированный обмен технической информацией. Основные положения и общие требования

"ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017 Аудио-, видеоаппаратура и связанное с ней оборудование. Определение потребления энергии. Часть 4. Оборудование видеозаписи" от 22.12.2017 г.

	3.5.10 а
	Оборудование термическое
	heat equipment
	Оборудование, предназначенное для обработки материалов и сырья под воздействием высокого температурного режима, для воздействия в том числе на продукцию например электротермотренировка или контроль элпараметров при повышенных температурах или измерение теплового сопротивления. 
	–

	3.5.10 б
	Оборудование электротермическое
	Electroheat equipment
	Электротехнологическое оборудование, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую с целью нагревания (расплавления) материалов.

К ЭТО относятся климатическое испытательное оборудование, 

электрические печи (электропечи) и электронагревательные устройства (приборы, аппараты). Электропечи отличаются от электронагревательных устройств тем, что имеют камеру или ванну.
	Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5 Электротермические установки (Издание седьмое)"

	Виды термического оборудования

	3.5.10.1
	Камера вакуумная
	vacuum chamber
	Закрытое пространство вакуумной установки, созданное таким образом, что оно может выдерживать разряженную атмосферу внутри, в которой размещается изделие, подлежащее обработке.
	"ГОСТ IEC 60519-7-2016 Установки электронагревательные. Безопасность. Часть 7. Частные требования к установкам с электронно-лучевыми пушками" от 21.04.2017 г.

	3.5.10.2
	Камера 

нагревательная (электронагревательная)
	heating chamber (electric heating)
	Устройство печи, отделенное от рабочей камеры, в пространстве которого в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется теплота, используемая для тепловой обработки материала
	РД от 05.10.1989 г. N 26-01-171-89 "РД 26-01-171-89 Печи химических производств. Термины и определения"

	3.5.10.3
	Оборудование для электронно-лучевого плавления 
	Equipment for electron beam melting
	Оборудование, включающее в себя технологии электронно-лучевой плавки (аддитивное технология, при которой слой металлического порошка выборочно сплавляется при помощи электронно-лучевой пушки)
	–

	3.5.11
	Оборудование эпитаксиальное
	epitaxial equipment
	Оборудование, относящееся к набору специализированных инструментов и систем, используемых в процессе эпитаксии, которая представляет собой выращивание кристаллических слоев на материале подложки.
	https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1b8b5568-6734d7a8-57b84c39-74722d776562/https/www.photonics.com/Buyers_Guide/ca23835/Epitaxial_Equipment

	Виды эпитаксиального оборудования

	3.5.11.1
	Реактор
	reactor
	Устройство, состоящее из одной или нескольких обмоток с импедансом, зависящим от частоты, и работающее по принципу самоиндукции, в результате чего ток намагничивания создает магнитное поле посредством сердечника или воздушной среды.

Примечание - Это определение также распространяется на реакторы с тороидальным сердечником.
	"ГОСТ IEC 61558-2-20-2015 Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-20. Дополнительные требования и методы испытаний реакторов малой мощности" от 27.02.2015 г.

	3.5.11.2
	Реактор эпитаксиальный
	
	Оборудование относится к установкам эпитаксиального наращивания монокристаллических слоев полупроводниковых материалов на монокристаллические подложки методом газофазного осаждения
	


3.6 Термины, относящиеся к программным приложениям с пользовательским интерфейсом для производственного оборудования (по [2] – SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников»; по [3] – SEMI Е37-0303 «Универсальные службы высокоскоростных сообщений (HSMS)»)
Таблица 6
	№
	Термин
	Термин на английском языке
	Определение
	Источник

	3.4.1 (1)
	Дисплей (вариант 1)
	Display
	Устройство для визуального отображения цифровой, цифробуквенной или графической информации электронным способом
	"ГОСТ Р 59483-2021 Колесные транспортные средства. Термины и определения (с Поправкой)" от 13.05.2021 г.



	3.6.1 (2)
	Дисплей (вариант 2)
	Display
	Электронное устройство для визуального отображения информации
	"ГОСТ Р ИСО 9241-302-2012 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 302. Терминология для электронных видеодисплеев" от 12.11.2012 г.


	3.6.1 (3)
	Дисплей (вариант 3)
	Display
	Устройство, которое отображает содержание запоминающего устройства [IEV 314-07-11]
	"ГОСТ EN 50470-1-2015 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Часть 1. Общие требования, испытания и условия испытаний. Аппаратура измерительная (классы точности A, B и C)" от 27.02.2015 г

	3.6.1 (4)
	Дисплей (вариант 4)
	display device
	Устройство вывода осуществляющее визуальное представление выводимых данных. Необходимо отметить, что при этом обеспечивается временное визуальное отображение информации. Однако возможно получение жесткой копии такого представления данных.
	"ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии. Словарь" от 22.09.2016 г.

	3.6.1 (5)
	Дисплей (вариант 5)
	Display
	Устройство для визуального представления информации
	"ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009 Изделия медицинские электрические. Словарь" от 09.12.2009 г.

	3.6.1 (6)
	Дисплей (вариант 6)
	Display
	Устройство вывода, осуществляющее визуальное представление выводимых данных и обеспечивающее визуальное отображение информации
	"ГОСТ Р 71173-2024 Персональные электронно-вычислительные машины. Термины и определения" от 02.02.2024 г.

	3.6.1 (7)
	Дисплей (вариант 7)
	display
	Устройство, предназначенное для представления информации, которое может ее изменять, делая информацию видимой, слышимой или различимой с помощью тактильного или проприоцептивного восприятия.
	"ГОСТ Р ИСО 11064-3-2015 Эргономическое проектирование центров управления. Часть 3. Расположение зала управления" от 29.10.2015 г.

	3.6.2.1
	Дисплей с большим экраном (LSD)
	large screen display (LSD)
	Монитор компьютера, большой планшет или другой экран аналогичного размера
	[2] SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников» пункт 4.1.3

	3.6.2.2
	Дисплей сенсорный (сенсорный экран)
	touch screen
	Дисплей, позволяющий пользователю взаимодействовать с системой обработки данных путем прикосновения к экрану.
	"ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии. Словарь" от 22.09.2016 г.

	3.6.3
	Зона функциональная
	functional area
	Группировка одного или нескольких логически или функционально связанных представлений
	[2]  SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников»пункт 4.1.2

	3.6.4
	Модель навигационная
	navigation model
	Иерархическая организация графического интерфейса пользователя, определяющая способ навигации пользователя для доступа к функциональным возможностям и информации
	[2]  SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников»пункт 4.1.4

	3.6.5
	Обслуживание подтвержденное (HSMS)
	confirmed service (HSMS)
	Услуга HSMS, запрашиваемая путем отправки сообщения от инициатора к отвечающему объекту, которое требует, чтобы о завершении услуги было сообщено ответным сообщением от отвечающего объекта к инициатору.

Примечание – логическая связь, установленная в локальной сети TCP/IP между двумя объектами для обмена сообщениями.
	[3] SEMI Е37-0303 «Универсальные службы высокоскоростных сообщений (HSMS)», раздел 4

	3.6.6
	Объект наложенный
	overlay object
	окно, отображаемое поверх графического интерфейса пользователя
	[2] SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников»пункт 4.1.5

	3.6.7 (1)
	Объект отображения (вариант 1)
	display objects
	Элемент пользовательского интерфейса, отображаемый на экране, такой как кнопки выбора функций, кнопки ввода с клавиатуры, графические изображения, представляющие оборудование, неинтерактивные элементы, такие как надписи и т.д. 
	[2] 4.1.1

SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников»



	3.6.7 (2)
	Объект отображения (вариант 2)
	display object
	Определенный в настоящем стандарте абстрактный объект для моделирования обмена графической информацией. Он состоит из нескольких компонент
	"ГОСТ Р ИСО 9040-96 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Служба виртуальных терминалов базового класса" от 23.05.1996 г.

	3.6.8
	Сбой связи
	communication failure
	Сбой в линии связи, возникающий в результате перехода из выбранного состояния в состояние "НЕ ПОДКЛЮЧЕН"
	[3] SEMI Е37-0303 «Универсальные службы высокоскоростных сообщений (HSMS)», раздел 4


4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ЭПЖЦ – этапы полного жизненного цикла;

ЭМ – электронное машиностроение;

РЭ – радиоэлектронный.

Приложение А

(справочное)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

Примечание – Краткие формы терминов выделены светлым шрифтом.
Таблица 7
	Термин
	Номер
	Количество повторов

	агрегаты вакуумного и магнетронного осаждения
	3.5.1.1
	1

	амперметр
	3.5.5.1
	1

	блок
	3.3.1
	5

	блок контроля и управления
	3.5.9.1.1
	1

	блок управления
	3.5.9.1
	5

	вакуумные плазменные установки обработки
	3.5.8.1
	1

	вольтметр
	3.5.5.2
	1

	дисплей
	3.6.1
	7

	дисплей с большим экраном (LSD)
	3.6.2.1
	1

	дисплей сенсорный (сенсорный экран)
	3.6.2.2
	1

	диэлектрик
	3.2.1
	3

	зона функциональная
	3.6.3
	1

	изделие комплексированное
	3.3.2
	1

	имплантаторы ионные
	3.5.1.5
	1

	имплантация ионная
	3.4.1
	2

	индуктор магнитного поля
	3.5.9.2
	1

	испарение электронно-лучевое
	3.4.2
	1

	камера вакуумная
	3.5.10.1
	1

	камера нагревательная (электронагревательная)
	3.5.10.2
	1

	камера осаждения материалов
	3.5.1.6
	1

	камера травления, полировки и тестирования
	3.5.1.7
	1

	камера фотолитографическая
	3.5.1.8
	1

	комплекс радиоэлектронный
	3.2.2
	1

	комплект кабелей (оптический)
	3.5.9.5
	1

	комплект кабелей электрических устройства сопряжения
	3.5.9.6
	1

	комплект сменных носителей информации
	3.5.9.7
	1

	компонент электронный пассивный
	3.2.3
	1

	контроллер
	3.3.3
	5

	лазер
	3.2.4
	1

	лазер (оптический)
	3.2.4.1
	1

	лазер на свободных электронах
	3.2.4.2
	1

	лазер полупроводниковый
	3.2.5
	2

	легирование ионное
	3.4.4
	1

	легирование кристалла
	3.4.5
	1


	легирование лазерно-плазменное
	3.4.6
	1

	легирование полупроводниковых пластин
	3.4.3
	1

	литография безмасковая
	3.4.7
	1

	литография лазерная
	3.4.8
	1

	литография нанопечатная
	3.4.9
	1

	литография наноимпринтная
	3.4.10
	1

	литография оптическая иммерсионная
	3.4.11
	1

	литография рентгеновская
	3.4.12
	1

	литография электронно-лучевая
	3.4.13
	2

	маршрут технологический
	3.4.14
	1

	машиностроение электронное
	3.1.1
	1

	машиностроительное производство
	3.1.2
	1

	микросхема
	3.2.6
	1

	микросхема интегральная
	3.2.7
	3

	модель навигационная
	3.6.4
	1

	модуль радиоэлектронный
	3.3.4
	1

	модуль электронный
	3.3.5
	10

	наращивание слоя полупроводника эпитаксиальное
	3.4.15
	1

	насос вакуумный
	3.5.1.2
	1

	оборудование для лазерной обработки
	3.5.1.3
	1

	оборудование для нанесения слоев
	3.5.7
	1

	оборудование для производства пластин
	3.5.1.2
	1

	оборудование для производства полупроводниковых пластин
	3.5.1.1
	1

	оборудование для производства ЭКБ
	3.2.8
	2

	оборудование жидкостно-химической обработки
	3.5.2
	2

	оборудование ионной имплантации
	3.5.3
	2

	оборудование испытательное
	3.5.4
	3

	оборудование кластерного типа
	3.5.7.3
	1

	оборудование контрольно-измерительное
	3.5.5
	1

	оборудование литографическое
	3.5.6
	1

	оборудование плазмохимическое
	3.5.8
	1

	оборудование ростовое
	3.5.9
	1

	оборудование термическое
	3.5.10
	2

	оборудование электронное
	3.2.9
	2

	оборудование эпитаксиальное
	3.5.11
	1

	обработка пластины жидкостно-химическая
	3.4.18
	2

	обработка полупроводниковых пластин механическая
	3.4.16
	1

	обслуживание подтвержденное (HSMS)
	3.6.5
	1

	объект наложенный
	3.6.6
	1

	объект отображения
	3.6.7
	2

	операция технологическая 
	3.4.17
	2

	оптоэлектроника
	3.2.10
	1

	осаждение атомно-слоевое
	3.4.19
	1

	осаждение из газовой фазы (физическое)
	3.4.20
	1

	осаждение плазмохимическое
	3.4.21
	1

	память
	3.3.6
	2

	панель монтажная
	3.5.9.3
	3

	пассивация поверхности лазерно-плазменная
	3.4.22
	1

	пластина кремния базовая
	3.2.11
	1

	пластина кремния с заказными элементами
	3.2.12
	1

	пластина с заказными элементами (вариант «фаундри»)
	3.2.13
	1

	пластина-подложка
	3.2.14
	1

	пластина полупроводниковая
	3.2.15
	1

	полупроводник
	3.2.16
	3

	прибор
	3.2.17
	2

	прибор вакуумный фоточувствительный
	3.2.18
	1

	прибор микроэлектроники
	3.2.19
	1

	прибор оптоэлектроники
	3.2.20
	1

	прибор полупроводниковый
	3.2.21
	3

	прибор фотоники
	3.2.22
	1

	принтеры для печатных методов нанесения материалов
	3.5.7.4
	1

	проектные нормы
	3.1.7
	3

	промышленность
	3.1.3
	3

	промышленность электронная
	3.1.4
	1

	профилирование поверхности
	3.4.24
	1

	процесс технологический
	3.4.23
	5

	процессор
	3.3.7
	9

	пульт (щит) управления
	3.5.9.4
	1

	пьезотехника
	3.2.23
	1

	пьезоэлектрический резонатор
	3.2.24
	1

	Пьезоэлектрический эффект
	3.2.25
	1

	радиофотоника
	3.3.8
	2

	радиоэлектроника
	3.1.5
	1

	разделение пластин
	3.4.25
	1

	реактор
	3.5.11.1
	1

	реактор эпитаксиальный
	3.5.11.2
	1

	резист
	3.2.26
	1

	резист электронный
	3.2.27
	2

	рисунок топологический
	3.2.29
	1

	сбой связи
	3.6.8
	1

	система на кристалле, СнК
	3.2.30
	1

	система «плата на кристалле»
	3.2.31
	1

	система радиоэлектронная
	3.2.32
	1

	система технологическая
	3.4.26
	2

	системы плазмохимического травления
	3.5.8.1
	1

	скрайбирование
	3.4.27
	3

	средство радиоэлектронное, РЭС
	3.2.33
	3

	станок шлифовальный
	3.5.1.4
	1

	станок шлифовальный с цифровым программным управлением
	3.5.1.4.1
	1

	структура эпитаксиальная
	3.2.34
	1

	схема цифровая декодирующая интегральная
	3.3.9
	1

	тестеры транзисторов
	3.5.4.4
	1

	тестирование пластины
	3.4.28
	1

	технологический процесс полупроводникового производства
	3.4.29
	1

	технология планарная
	3.4.30
	1

	травление ионно-лучевое
	3.4.31
	1

	травление плазмохимическое
	3.4.32
	1

	узел радиоэлектронный функциональный
	3.3.10
	1

	установка для плавки сырья
	3.5.10.3
	

	установка жидкостной химической обработки WB
	3.5.2.1
	1

	установка ионно-лучевая
	3.5.3.1
	1

	установка отмывки и сушки пластин
	3.5.2.2.1
	1

	установка отмывки и сушки методом «Марангони» MRD
	3.5.2.3
	1

	установка отмывки и сушки пластин vSRD
	3.5.2.2
	1

	установки вакуумного напыления колпакового типа
	3.5.7.1
	1

	установки шлюзового типа
	3.5.7.2
	1

	устройство полупроводниковое
	3.2.35
	1

	устройство радиоэлектронное
	3.2.36
	1

	устройство электронное
	3.3.11
	6

	фотолитография
	3.4.33
	3

	фотоника
	3.2.37
	2

	фоторезистр
	3.2.38
	4

	фоторезисты негативные
	3.2.39
	1

	фоторезисты обратимые
	3.2.40
	1

	фоторезисты позитивные
	3.2.41
	2

	фотошаблоны
	3.2.42
	2

	центрифуга
	3.5.7.5
	1

	числовое программное управление, ЧПУ
	3.2.43
	3

	электроника
	3.1.6
	2

	электроника квантовая
	3.2.44
	2

	электроника микросистемная (микроэлектроника)
	3.2.45
	1

	электронная гигиена
	3.4.34
	1

	электронная компонентная база, ЭКБ
	3.2.46
	2

	электронная компонентная база пассивная
	3.2.47
	1

	электрорезист
	3.2.28
	1

	эпитаксия металлоорганическая газофазная (МОГФЭ)
	3.4.35
	1

	эпитаксия молекулярно-лучевая
	3.4.36
	1

	
	
	


Библиография
[1]    Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

[2]   SEMI Проект документа 6743B «Спецификация интерфейса пользователя для оборудования для производства полупроводников» (SEMI Draft Document 6743B Specification for human interface for semiconductor manufacturing equipment)

[3]  SEMI Е37-0303 «Универсальные службы высокоскоростных сообщений (HSMS)» (HIGH-SPEED SECS MESSAGE SERVICES (HSMS) GENERIC SERVICES)

УДК 004.7:006.354                                                        ОКС 25.040 35.240 
Ключевые слова: электронная промышленность, машиностроение, электронное машиностроение, технологии электронного машиностроения, оборудование электронного машиностроения
IV
V

